ORGANIZACION MUNDIAL WT/MIN(96)/16

13 de diciembre de 1996

DEL COMERCIO

(96-5438)

CONFERENCIA MINISTERIAL

Singapur, 9-13 de diciembre de 1996

DECLARACION MINISTERIAL SOBRE EL COMERCIO DE
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

SINGAPUR, 13 DE DICIEMBRE DE 1996

Los Ministros,

En representaciode los siguientes Miembros de la Organizacion Nalral Comercio
("OMC") y Estados o territorios aduaneros distirgogroceso de adhesiéon a la OMC, que han llegado
a un acuerdo en Singapur sobre la expansion delrcammundial de productos de tecnologia de la
informacion, y que representan un porcentaje biestauperior al 80 por ciento del comercio mundial
de esos productos ("partes”):

Australia Japon

Canada Noruega

Comunidades Europeas Singapur

Corea Suiza

Estados Unidos Territorio Aduanero

Hong Kong Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen 'y
Matsu

Indonesia

Islandia Turquia

Considerandda funcion clave que desempefia el comercio deuptod de tecnologia de la
informacion en el desarrollo de las industriasad@formacion y en la expansion dinamica de la
economia mundial,

Reconociendtos objetivos de elevacion de los niveles de yidapansion de la produccion y
el comercio de mercancias,

Deseososgle conseguir la maxima libertad del comercio mairdi productos de tecnologia de
la informacion,

Deseososgle fomentar el desarrollo tecnolégico continudedadustria de la tecnologia de la
informacion en todo el mundo,

'En nombre de la unién aduanera de Suiza y Liedeiens
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Conscientesgle la contribucion positiva que hace la tecnologi# informacion al crecimiento
econdmico y al bienestar mundiales,

Habiendo acordadtlevar a efecto los resultados de estas negoaiesigue implican
concesiones adicionales a las incluidas en laad &texas al Protocolo de Marrakech anexo al Acuerd
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio dé, 199

Reconociendque los resultados de estas negociaciones imgéoalnién algunas concesiones
ofrecidas en negociaciones conducentes al estaildeto de Listas anexas al Protocolo de Marrakech,

Declaranlo siguiente:

1. El régimen de comercio de cada parte deberéa@wobr de manera que aumenten las
oportunidades de acceso a los mercados para ldsgios de tecnologia de la informacion.

2. De conformidad con las modalidades estableeidad Anexo de la presente Declaracion, cada
parte consolidara y eliminard los derechos de adydws demas derechos o cargas de cualquier clase,
en el sentido del parrafo 1 b) del articulo Il delierdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, con respecto a los siguientekiptos:

a) todos los productos clasificados (o clasifieapén las partidas del Sistema
Armonizado de 1996 ("SA") enumeradas en el Apéndlidel Anexo de la presente
Declaracion; y

b) todos los productos especificados en el Apérlidel Anexo de la presente
Declaracion, estén o no incluidos en el Apéndice A;

mediante reducciones iguales de los tipos de lexdes de aduana a partir de 1997 y hasta el
afo 2000, reconociendo que, en limitadas circunstsnpodria ser necesario ampliar el escalonamient
de las reducciones y, antes de la aplicacion,riadustos comprendidos.

3. Los Ministros manifiestan su satisfaccion pagrah nimero de productos comprendidos que
figuran en los Apéndices del Anexo de la presemigdbacion. Encomiendan a sus respectivos
representantes que hagan esfuerzos de buena fnpérar las conversaciones técnicas plurilatsal

que se celebraran en Ginebra sobre la base dmedaidades y que completen esa tarea no mas tarde
del 31 de enero de 1997, con el fin de consegeilapresente Declaracion sea aplicada por el mayor
namero posible de participantes.

4. Los Ministros invitan a los Ministros de los deMiembros de la OMC y de los Estados o
territorios aduaneros distintos en proceso de &athada OMC a que impartan instrucciones analagas
sus respectivos representantes, con el fin dewpgap tomar parte en las conversaciones técnmas a
se hace referencia en el parrafupray participar plenamente en la expansion del comenandial
de productos de tecnologia de la informacion.
Anexo: Modalidades y productos comprendidos

Apéndice A: Lista de partidas del SA

Apéndice B: Lista de productos
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ANEXO

Modalidades y productos comprendidos

Todo Miembro de la Organizacion Mundial del Conero Estado o territorio aduanero
distinto en proceso de adhesion a la OMC, poditéicjpear en la expansion del comercio mundial de
productos de tecnologia de la informacion de comifted con las modalidades siguientes:

1. Cada participante incorporara las medidas das@n el parrafo 2 de la Declaracion a su lista
anexa al Acuerdo General sobre Aranceles AduaeCasnercio de 1994 y ademas, a nivel de linea
arancelaria de su arancel o a nivel de 6 digitbSideEema Armonizado de 1996 ("SA"), a su arancel
oficial o a cualquier otra version publicada delnmel de aduanas, si fuera esa otra la utilizada
comunmente por los importadores y los exportaddBegla uno de los participantes que no sea
Miembro de la OMC aplicara estas medidas de manéémoma, en espera de la culminacién de su
adhesion a la OMC, y las incorporara a su listaesabceso a los mercados para las mercancias, anexa
al Acuerdo sobre la OMC.

2. A estos efectos, cada participante proporcioadwd demas participantes lo antes posible, y en
todo caso el 1° de marzo de 1997 a mas tardagaumeento que contenga a) los pormenores sobre
como preverd el trato arancelario adecuado estsude concesiones anexa al Acuerdo sobre la OMC,
y b) una lista de las partidas detalladas del &5 gue correspondan los productos especificadek en
Apéndice B. Estos documentos se examinaran yrebajan por consenso y el proceso de examen se
terminara el 1° de abril de 1997 a més tardarcuanto haya terminado este proceso de examen de
cualquiera de esos documentos, ese documentossafaieéd como modificacion de la Lista del
participante de que se trate, de conformidad c@etasion de 26 de marzo de 1980 sobre
Procedimientos para la modificacion o rectificadi@nas listas de concesiones arancelarias

(IBDD 27S/25).

a) Las concesiones que debe proponer cada pantieipomo modificaciones de su Lista
consolidaran y eliminaran, de la forma que a coatiion se indica, todos los derechos
de aduana y los demas derechos o cargas de cualqgie aplicados a los productos
de tecnologia de la informacién:

i) la eliminacion de dichos derechos de aduaties@a a cabo mediante
reducciones en tramos iguales de los tipos, amgugdos participantes
acuerden lo contrario. Salvo acuerdo en contdeilms participantes, cada
participante consolidara a mas tardar todos loxates aplicados a los
productos enumerados en los Apéndices el 1° dedalil997 y hara efectiva a
mas tardar la primera de esas reducciones detsdl 1° de julio de 1997, la
segunda el 1° de enero de 1998 y la tercera el éAeto de 1999, y la
eliminacién de los derechos de aduana quedara etadplel 1° de enero del
afio 2000 a mas tardar. Los participantes acualdatar la eliminacion
autonoma de los derechos de aduana antes deHas fadicadas. En cada
fase, el tipo reducido deberéa redondearse al pdesmal; y

1)) la eliminacion de los demés derechos y cadgasualquier clase citados, en el
sentido del parrafo 1 b) del articulo Il del Acuef@eneral, quedara
completada el 1° de julio de 1997, a no ser qued dacumento facilitado por
el participante a los demas participantes paraamen se indique lo
contrario.
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b) Las modificaciones de su Lista que debe prapam@articipante para llevar a cabo la
consolidacién y eliminacion de los derechos de raaplicados a los productos de
tecnologia de la informacion tendran ese resultado:

i) en el caso de las partidas del SA que seandin el Apéndice A, mediante la
creacion, cuando proceda, de subdivisiones ersta He ese participante a
nivel de linea arancelaria de su arancel nacional,

1)) en el caso de los productos especificadas épéndice B, mediante la
adicién a la Lista de ese participante de un apexa que estaran incluidos
todos los productos del Apéndice B, en el que leaesgecificarse las partidas
detalladas del SA correspondientes a dichos proslachivel de linea
arancelaria de su arancel nacional o de 6 digebSA.

Cada participante modificarad inmediatamente anaal nacional de aduanas para
recoger en €l las modificaciones que haya propustgronto como éstas hayan
comenzado a surtir efecto.

3. Los participantes se reuniran periédicamente lbajauspicios del Consejo del Comercio de
Mercancias a fin de examinar los productos compulesdjue se especifican en los Apéndices, con
miras a acordar por consenso si, a la luz de l@vo de la tecnologia, la experiencia en la apli@n

de las concesiones arancelarias o los cambiosmerianclatura del SA, deberan modificarse los
Apéndices para incorporar productos adicionalesfjty de celebrar consultas sobre los obstaculos no
arancelarios al comercio de productos de tecnotigyla informacion. Dichas consultas no afectaran
los derechos y obligaciones dimanantes del Acusstice la OMC.

4, Los participantes se reuniran tan pronto coradagible pero en todo caso no mas tarde del 1°
de abril de 1997 para examinar la situacion dadagtaciones recibidas y evaluar las conclusiones q
deban extraerse. Los participantes pondran eceafn las medidas previstas en la presente
Declaracion a condicion de que para entonces haytitado su aceptacion participantes que
representen aproximadamente el 90 por ciento ae¢io mundidl de productos de tecnologia de la
informacion, y a condicion de que se haya acoréhdecalonamiento a satisfaccion de los
participantes. Para determinar si se han de mmaplicacion las medidas previstas en la Declamaci
en el caso de que el porcentaje del comercio miugieesentado por los participantes sea algoianfer
al 90 por ciento del comercio mundial de produd®s$ecnologia de la informacion los participantes
podrén tener en cuenta el grado de participacidosdestados o territorios aduaneros distintos que
representen para ellos el volumen sustancial geogio comercio de dichos productos. En esa reunio
los participantes comprobaran si se han cumplitiis esiterios.

5. Los participantes se reunirdn cuantas vecesesesario y en todo caso el 30 de septiembre
de 1997 a més tardar para examinar las discregaatapuedan existir entre ellos en lo que respecta
la clasificacion de los productos de tecnologitadeformacion, comenzando por los productos
especificados en el Apéndice B. Los participasée§ijan el objetivo comun de establecer, en sa,cas
una clasificacion comun para esos productos deetta nomenclatura actual del SA, tomando en
consideracion las interpretaciones y decisione€desejo de Cooperacion Aduanera (conocido
también como Organizacion Mundial de Aduanas u "OMAn caso de que persista una discrepancia
en cuanto a la clasificacion, los participantesreraran la posibilidad de hacer una propuesta oteju

a la OMA con respecto a la actualizacion de la motagura existente del SA o a la solucion de la

“Este porcentaje sera calculado por la Secretaria @MC sobre la base de los datos més recientgealse
disponga en el momento de la reunion.
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discrepancia en la interpretacion de la nomenclatal SA.

6. Los participantes entienden que el articulo X&&l Acuerdo General serd aplicable a la
anulacion o menoscabo de ventajas resultantesalendirectamente para un Miembro de la OMC de
la aplicacién de la presente Declaracion como caeseia de la aplicacion de cualquier medida por
otro Miembro de la OMC participante, esté o no diofedida en conflicto con las disposiciones del
Acuerdo General.

7. Cada participante examinara con comprensiomaigealsolicitud de celebracion de consultas
gue formule otro participante con respecto a lespromisos enunciadasipra Dichas consultas se
entenderan sin perjuicio de los derechos y obliyes dimanantes del Acuerdo sobre la OMC.

8. Los participantes, actuando bajo los auspiab€dnsejo del Comercio de Mercancias,
informaran de las presentes modalidades a los ddieasbros de la OMC y a los Estados o territorios
aduaneros distintos en proceso de adhesion a laYodmEblaran consultas con miras a facilitar su
participacion en la expansion del comercio de prtwdude tecnologia de la informacion sobre la base
de la presente Declaracion.

9. En las presentes modalidades se entenderaanticifpante” todo Miembro de la OMC, o todo
Estado o territorio aduanero distinto en procesadieesion a la OMC, que el 1° de marzo de 1997 a
mas tardar haya proporcionado el documento deserigd parrafo 2.

10. El presente Anexo estard abierto a la aceptaedodos los Miembros de la OMC y de
cualquier Estado o territorio aduanero distintpeateso de adhesion a la OMC. Las aceptaciones se
notificaran por escrito al Director General, guencomunicara a todos los participantes.
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El Anexo tiene dos Apéndices.

En el Apéndice A se enumeran las partidas del 8A partes de las mismas que quedaran
comprendidas.

En el Apéndice B se enumeran los productos espesifue quedaran comprendidos en un
Acuerdo sobre Tecnologia de la Informacion, cualgugue sea la partida del SA en que estén

clasificados.
Apéndice A, seccion 1
SA 96 Designacion del SA
3818 Elementos quimicos impurificados para usel@etronica, en discos, plaquitas o formas

analogas; compuestos quimicos impurificados pewaen electronica

8469 1lMaquinas para tratamiento de textos

8470 Calculadoras y maquinas de bolsillo regisiras, reproductoras y visualizadoras de datos, cqn
funcion de calculo; maquinas de contabilidad; undap de franquear, expedir boletos (tiques
y maquinas similares, con dispositivo de calcuajas registradoras

8470 10 Calculadoras electronicas que funcionen sin fugetenergia exterior y maquinas de bolsillo
registradoras, reproductoras y visualizadoras tesdeon funcién de célculo

8470 21]Las demas calculadoras electrdnicas con disposiévimpresion

8470 29Las demés

8470 30Las demés calculadoras

8470 40 Maquinas de contabilidad

8470 50 Cajas registradoras

8470 90Las demés

8471 Maquinas automaticas para tratamiento deniafcion y sus unidades; lectores magnéticos u
Opticos, maquinas para registro de informacionessbportes en forma codificada y maquinas
para tratamiento de esta informacién, no expregsadasnprendidas en otras partidas

8471 10 Maquinas automaticas para tratamiento de informaeigal6gicas o hibridas

8471 30 Maquinas automaticas para tratamiento de informauidtatiles y digitales, de peso inferior o
igual a 10 kg, que comprendan, por lo menos, uitidrcentral de proceso, un teclado y un
visualizador

8471 41]Las demas maquinas automaticas para tratamierméod@acion digitales, que lleven bajo
una envuelta (gabinete) comin, por lo menos, uitkadreentral de proceso, una unidad de
entrada y una de salida, estén o0 no combinadas

8471 49Las demas maquinas automaticas para tratamieiméod@acion digitales presentadas en
forma de sistemas

8471 50Unidades de tratamiento digitales, excepto lagsleubpartidas 8471 41y 8471 49, aunque
lleven bajo la misma envuelta (gabinete) uno otigas de unidades siguientes: unidad de
memoria, unidad de entrada y unidad de salida

8471 60 Unidades de entrada o de salida, aunque lleveadeédde memoria bajo la misma envuelta
(gabinete)

8471 70QUnidades de memoria, incluidas las unidades de m@icentrales, las unidades de memoria
de disco 6pticas, las unidades de memoria de digmoy las unidades de memoria de cinta

8471 80Las demas unidades de maquinas automaticas paraigato de informacion
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SA 96

Designacion del SA

8471
ex 8472
8473

8473

8473
8473

ex 8504

ex 8504

8517

8517
8517
8517
8517
8517
8517

8517
8517
ex 8518

ex 8518
ex 8518

8520
8523
8523
8523

90
9(q
2]

29

30
50

40

5(

11
19
2]
22
30
50

80
90
10

30

20
11
12
13

Las demas
Cajeros automaticos

Partes y accesorios de maquinas de la partidad@ealculadoras electrénicas de las
subpartidas 8470 10, 8470 21y 8470 29

Partes y accesorios de maquinas de la partida@4rfo sean las calculadoras electronicas d
las subpartidas 8470 10, 8470 21y 8470 29

Partes y accesorios de maquinas de la partida 8471

Partes y accesorios que puedan utilizarse indistiette con maquinas o aparatos de dos o
mas de las partidas 8469 a 8472

Convertidores estéticos destinados a maquinas atitas para tratamiento de informacion y
sus unidades, y aparatos de telecomunicacién

Las demas bobinas de reactancia y de autoindupai@fuentes de alimentacion de maquinas
automaticas para tratamiento de informacion y sidades, y aparatos de telecomunicacion

Aparatos eléctricos de telefonia o telegadh hilos, incluidos los teléfonos de abonado de
auricular (combinado con micréfono) inalambricey hpartados para sistemas de
telecomunicacion por corriente portadora o patarsas de telecomunicacion numéricos
(digitales); vide6fonos

Teléfonos de abonado de auricular (combinado corofono) inalambrico
Los demas teléfonos de abonado y videéfonos

Telefax

Teleimpresores

Aparatos de conmutacion para telefonia o telegrafia

Los demas aparatos de telecomunicacion por carnmntadora o telecomunicacién numérica
(digital)

Los demas aparatos, incluidos los interfonos
Partes de aparatos de la partida 85.17

Micréfonos de una gama de frecuencias comprendiglea 800 Hz y 3,4 KHz, con un
diametro igual o inferior a 10 mm y una altura iguanferior a 3 mm, para uso en
telecomunicaciones

Auriculares de teléfono

Altavoces, sin sus cajas, con una gama de fre@seosmprendida entre 300 Hz y 3,4 KHz,
con un diametro igual o inferior a 50 mm, para@&isdéelecomunicaciones

Contestadores telefénicos
Cintas magnéticas de anchura inferior o igual a¥% m
Cintas magnéticas de anchura superior a 4 mm pierior o igual a 6,5 mm

Cintas magnéticas de anchura superior a 6,5 mm

D

8523
8523
8523
8524

20
30
90
31

Discos magnéticos
Tarjetas con una tira magnética incorporada
Los demés

Discos para sistemas de lectura por rayos lasamrpproducir fenomenos distintos del sonido
o laimagen
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SA 96

Designacion del SA

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

8524
8524

8524
8524
8524
8524

8525
8525
8525
8527
8529
8529

8531
8531
8532
8532

8532
8532
8532
8532
8532
8532

32
39

40
60
9]
99

1d
20
4¢
9(q
1d
9(q

20
9(

10

2]
22
23
24
25
29

Discos para sistemas de lectura por rayos lasergaroducir inicamente sonido
Los demés:
- para reproducir representaciones de instruccialass, sonido e imagen, grabados de formeﬂ

binaria legible por maquina, y susceptibles derssripulados o ser interactivos con el usuario
mediante una maquina automatica para tratamientdatenacion

Cintas magnéticas para reproducir fendmenos distoiel sonido o la imagen
Tarjetas con tira magnética incorporada

Soportes para reproducir fenémenos distintos daedlsm la imagen

Los demés:

- para reproducir representaciones de instruccjialass, sonido e imagen, grabados de formeﬂ

binaria legible por maquina, y susceptibles derssripulados o ser interactivos con el usuario
mediante una maquina automatica para tratamientdatenacion

Emisores excepto los aparatos de radiodifusiéfevissn

Emisores receptores

Videocamaras de imagen fija digitales

Receptores de bolsillo para instalaciones de llanedso o blsqueda de personas
Antenas del tipo utilizado en aparatos de radifitela y de radiotelegrafia

Partes de:

emisores excepto los aparatos de radiodifusioteeis@n

emisores receptores

videocamaras de imagen fija digitales
receptores de bolsillo para instalaciones de llanadso o busqueda de personas

Tableros indicadores con dispositivos de cristglitio (LCD) o diodos emisores de luz (LED)
Partes de aparatos de la subpartida 8531 20
Condensadores eléctricos fijos, variablgsistables

Condensadores fijos para redes eléctricas de bX@apaces de absorber una potencia
reactiva igual o superior a 0,5 kvar (condensadiegsotencia)

Condensadores fijos de tantalo

Condensadores fijos electroliticos de aluminio
Condensadores fijos con dieléctrico de ceramiamdesola capa
Condensadores fijos con dieléctrico de ceramicétjcapas
Condensadores fijos con dieléctrico de papel datigo

Los demas condensadores fijos

8532
8532
8533
8533
8533
8533

30
90

10
2]
29

Condensadores variables 0 ajustables

Partes

Resistencias eléctricas, excepto las datead@nto (incluidos los redstatos y potenciomgtros
Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o @e cap

Las demas resistencias fijas de potencia inferigual a 20 W

Las demas resistencias fijas de potencia iguabersar a 20 W
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SA 96

Designacion del SA

ex

ex

ex

ex

ex

8533

8533

8533
8533
8534
8536

8536

8536
8536
8536
8541

8541
8541
8541

8541
8541

8541
8541
8541
8542
8542
8542

31

39

40
90

5(

5(

5(

9(

10
2]
29

30
40

50
60
90

12
13

Resistencias variables bobinadas, incluidos lostaas y los potenciémetros de potencia
inferior o igual a 20 W

Resistencias variables bobinadas, incluidos losta#gs y los potenciometros de potencia igual
0 superior a 20 W

Las demas resistencias variables, incluidos Iastats y los potenciémetros
Partes
Circuitos impresos

Conmutadores electronicos de corriente alternagda® por circuitos de entrada y de salida
acoplados 6pticamente (conmutadores de corridetmalcon tiristores, aislados)

Conmutadores electronicos, incluidos los conmuggletectronicos con proteccion térmica,
formados por un transistor y un microcircuito légi{tecnologia hibrida) para una tensién igua
o inferior a 1000 voltios

Conmutadores con colector electromecanico pargamnte igual o inferior a 11 amperios
Clavijas y tomas de corriente para cables coaxjebiguitos impresos
Conexiones y elementos de contacto para hiloslgsab

Diodos, transistores y dispositivos semiootates similares; dispositivos semiconductores
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaieasque estén ensambladas en médulos o
paneles; diodos emisores de luz; cristales piézineos montados:

Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emsokeluz
Transistores, excepto los fototransistores, corcapacidad de disipacion inferior a 1 W

Transistores, excepto los fototransistores, corcapacidad de disipacion igual o superior a
1w

Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispostgifatosensibles

Dispositivos semiconductores fotosensibles, inasiids células fotovoltaicas aunque estén
ensambladas en médulos o paneles; diodos emioies

Los demas dispositivos semiconductores

Cristales piezoeléctricos montados

Partes

Circuitos integrados y microestructurastsecas

Tarjetas provistas de circuitos integrados eleos("tarjetas inteligentes")

Semiconductores de 6xido metalico (tecnologia MOS)

ex

8542
8542

8542
8542
8542
8542
8543
8543

14
19

30
40
50
90
81

Circuitos obtenidos por tecnologia bipolar

Los demas circuitos integrados monoliticos digialecluidos los circuitos obtenidos por
combinacion de las tecnologias MOS y bipolar (tkgia BIMOS)

Los demas circuitos integrados monoliticos
Circuitos integrados hibridos

Microestructuras electronicas

Partes

Tarjetas y etiquetas de activacion por proximidad

Maquinas eléctricas con funciones de traducciéa dictionario
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SA 96

Designacion del SA

ex 8544 41

ex 8544 49

ex 8544 5]

8544 70
9001 10
ex 9009 17

ex 9009 2]
9009 90
9026

9026 10
9026 20
9026 80
9026 90

Los demas conductores eléctricos para una tendnior o igual a 80 V, con piezas de
conexion, del tipo utilizado para las telecomurimaes

Los demas conductores eléctricos para una teng&nior o igual a 80 V, sin piezas de
conexion, del tipo utilizado para las telecomunimaes

Los demas conductes eléctricos para una tension superior a 80 Vipfawor o igual a 1.00
V, con piezas de conexidn, del tipo empleado etelasomunicaciones

Cables de fibras opticas
Fibras épticas, haces y cables de fibras 6pticas

Fotocopiadoras electrostaticas digitales, con tem@ion del original mediante soporte
intermedio (procedimiento indirecto)

Las demas fotocopiadoras electrostaticas digitajgias
Partes y accesorios

Instrumentos y aparatos para la medida wataiel caudal, nivel, presién u otras
caracteristicas variables de los liquidos o dgdses (por ejemplo: caudalimetros, indicac
de nivel, manémetros o contadores de calor), colug®n de los instrumentos y aparatos de
las partidas 9014, 9015, 9028 o 9032:

Instrumentos para la medida o control del caudil mivel de los liquidos
Instrumentos y aparatos para la medida o contrial geesion
Los demés instrumentos y aparatos para la medidatmol de la partida 9026

Partes y accesorios de instrumentos y aparat@spietida 9026

9027 20 Cromatdgrafos y aparatos de electroforesis

9027 30Espectrometros, espectrofotometros y espectroggafesitiicen radiaciones dpticas (UV,

visibles, IR)

9027 50Los demas instrumentos y aparatos que utilicelacamies Opticas (UV, visibles, IR) de la

partida 9027

9027 80Los demas instrumentos y aparatos de la partida @@epto los de la partida 9027 10)

ex 9027 9(Partesy accesorios de productos de la partida @32&pto los analizadores de gases o de

humos y los micrétomos

9030 40/Instrumentos y aparatos para la medida y contgspke@almente concebidos para las técnicas

de telecomunicacion (por ejemplo: hipsémetrogjdemetros, distorsiometros o sofometros)

Apéndice A, seccién 2

Equipos para la fabricacién y pruebas de semiatinoks, y partes de los mismos

Caédigo
del SA

Designacion de la mercancia Comentarios

ex 7017.10

ex 8419.89

ex 8419.90

ex 8421.19

Tubos de reactancia de cuarzo y soplseSados para su insercién en horné%ara el Apéndic
de difusién y oxidacion para la produccion de disgibleas) semiconductore§B

Aparatos de deposicion quimica de vag@r la produccion de semiconductfiPesa el Apéndicg

B

Partes de los aparatos de deposicitnogudle vapor para la produccién de |Para el Apéndic

semiconductores B

Secadoras centrifugas para la elabardeidiscos (obleas) semiconductores
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Cadigo Designacion de la mercancia Comentarios

del SA

ex 8421.91| Partes de las secadoras centrifugatapeedoracion de discos (obleas)
semiconductores

ex 8424.89| Maquinas de rebabar para limpiar y eéimios contaminantes de los hilos
metalicos de salida de las estructuras de semictores antes del proceso de
galvanoplastia

ex 8424.89| Pulverizadores para atacar quimicam#eseudar o limpiar los discos (obleds)
semiconductores

ex 8424.90( Partes de los pulverizadores para aja@aicamente, desnudar o limpiar los
discos (obleas) semiconductores

ex 8456.10| Maquinas que trabajen por arranquealguiar materia mediante laser u otrgs
haces de luz o de fotones en la produccion degl{stieas) semiconductores

ex 8456.91| Aparatos para atacar en seco, desnlidgiar los discos (obleas) Para el Apéndicg
semiconductores B

8456.91| Maquinas para grabar en seco la traza stdterial semiconductor

ex 8456.99| Fresadoras de haces idnicos focalizmtada produccion o reparacion de
mascaras Yy reticulos utilizados como modelos edisu®s (obleas)
semiconductores

ex 8456.99| Cortadoras por haz de laser para dastpistas de contacto en la producciénRra el Apéndicg
semiconductores B

ex 8464.10(Maquinas para cortar en rodajas los lingotes méstatinos o los discos (obledPara el Apéndicg
en microplaquitas B

ex 8464.20] Maquinas de amolar, pulir y rodar parddboracién de discos (obleas)
semiconductores

ex 8464.90| Maquinas de fragmentacion para marcamwar los discos (obleas)
semiconductores

ex 8466.91| Partes de las maquinas para cortadafasios lingotes monocristalinos o logPara el Apéndicg
discos (obleas) en microplaquitas B

ex 8466.91| Partes de las maquinas de fragmentpar@mmarcar o ranurar los discos Para el Apéndicg
(obleas) semiconductores B

ex 8466.91| Partes de las maquinas de amolarypualdar para la elaboracion de discos

(obleas) semiconductores
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eXx

eXx

eX

eX

eXx

eXx

eX

eXx

eXx

eX

eXx

eX

eXx

eX

eX

eXx

eX

eXx

eX

eXx

8466.93

8466.93

8466.93

8466.93

8466.93
8477.10

8477.90

8479.50

8479.89

8479.89

8479.89

8479.89

8479.89

8479.89
8479.89

8479.89

8479.89

8479.90

8479.90

8479.90

Partes de las fresadoras de hacesddogalizados para la produccién o
reparacion de mascaras y reticulos utilizados qoouelos en los discos
(obleas) semiconductores

Partes de las cortadoras por haz depldisecortar las pistas de contacto en
produccion de semiconductores mediante laser

Partes de las maquinas que trabajearamque de cualquier materia mediar]
laser u otros haces de luz o de fotones en la peaitude discos (obleas)
semiconductores

Partes de los aparatos para atacac@rdesnudar o limpiar los discos (oblegBpra el Apéndicg

semiconductores
Partes de la maquinas para grabar efesiaza sobre material semiconduct

Equipos de encapsulacion para el maheagemiconductores
Partes de los equipos de encapsulacion

Maquinas automatizadas para el tragsgannanipulacién y el almacenamie
de discos (obleas) semiconductores, casetes des dialeas), cajas de discog
(obleas) y demas material para dispositivos serdigtinores

Aparatos para el crecimiento y estimide los lingotes semiconductores
monocristalinos

Aparatos para la deposicion fisica ptwepizacion en discos (obleas)
semiconductores

Aparatos para atacar con acido, revdanudar o limpiar los discos (obleas
semiconductores y los visualizadores de panel plano

Aparatos de fijacién por matriz, soldagd@utomaticos de cintas y soldadore
hilos para el montaje de semiconductores

Equipos de encapsulacion para el maheagemiconductores

Maquinas de deposicion epitaxial paraiscos (obleas) semiconductores

Maquinas para enrollar, curvar, plegraderezar o aplanar los hilos de salidg
los semiconductores

Aparatos de deposicidn fisica paraddymcion de semiconductores

Rotores para revestir con emulsionegifaficas los discos (obleas)
semiconductores

Partes de los aparatos para la depofisiéa por pulverizacion en discos
(obleas) semiconductores

Partes de los aparatos de fijacion ptniznsoldadores automaticos de cintas
soldadores de hilos para el montaje de semiconascto

Partes de rotores para revestir cors@nak fotograficas los discos (obleas)
semiconductores

®ara el Apéndic
B

te

B

or

Para el Apénglice

B

Para el Apéndicg
B

f@ra el Apéndic
B

Para el Apéndicg
B

Para el Apéndic
B

$dea el Apéndice
B

Para el Apénglice

B

Rlara el Apéndicg
B

Para el Apén
B

Para el Apéndicg
B

Para el Apéndic
B

Rara el Apéndicg
B

Para el Apéndic
B

Hice



eXx

eX

eXx

eX

eXx

eX

eXx

eX

eXx

eX

eXx

eX

eXx

eX

eX

eXx

eX

eXx

eXx

8479.90

8479.90

8479.90

8479.90

8479.90

8479.90

8479.90

8480.71

8514.10

8514.20

8514.30

8514.30

8514.90

8514.90
8536.90

8543.11
8543.30

8543.90

8543.90

9010.41
a
9010.49

9010.90
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Partes de los aparatos para el cretoniarstiramiento de los lingotes
semiconductores monocristalinos

Partes de los aparatos para atacacicln éevelar, desnudar o limpiar
los discos (obleas) semiconductores y los visudtizs de panel plano

Partes de las maquinas automatizadaglgsainsporte, la manipulacién y el
almacenamiento de los discos (obleas) de semictmdaclas casetes de disc
(obleas), las cajas de discos (obleas) y demasiahgiara dispositivos
semiconductores

Partes de los equipos de encapsulagiarepmontaje de semiconductores

Partes de las maquinas de deposicitaxiappara los discos (obleas)
semiconductores

Partes de las maquinas para enrollmgrcplegar, enderezar o aplanar los h
de salida de los semiconductores

Partes de los aparatos de deposiciéa ffigra la produccién de semiconduct]

Moldes por inyeccién o por compresida f@fabricacion de dispositivos
semiconductores

Hornos de resistencia (de caldeo indirpara la fabricacién de dispositivos
semiconductores en discos (obleas) semiconductores

Hornos que trabajen por induccién gpadidas dieléctricas para la fabricac
de dispositivos semiconductores en discos (obsmsiconductores

Aparatos para el calentamiento rapidtistes (obleas) semiconductores

Partes de hornos de resistencia (deccaldirecto) para la fabricacion de
dispositivos semiconductores en discos (obleasicseductores

Partes de aparatos para el calentamémitio de discos (obleas)

Partes de hornos de las partida8344 10 a 8514 30

Sondas de discos (obleas) semicondsictore

Aparatos de implantacién i6nica para dopserial semiconductor

Aparatos para atacar con acido, revdanudar o limpiar los discos (obleas
semiconductores y visualizadores de panel plano

Partes de aparatos para atacar con gmrdar, desnudar o limpiar los discos
(obleas) semiconductores y visualizadores de jpdaed

Partes de aparatos de implantaciéreifuaia dopar material semiconductor

Aparatos para proyectar, realizar la traza o rexcaiocuitos sobre material
semiconductor sensibilizado y visualizadores delgalano

Para el Apéndicg
B

Para el Apéndic
%

B

Rara el Apéndicg
B

(Pasa el Apéndic
B

B

B

Para el Apéndig
B

1%

Para el Apéndic
B

Para el Apéndicg
B

Partes y accesorios de los aparatos de las paxfd2@10 41 a 9010 49

Para el Apépdice

Para el Apéfdice

Para el Apénflice
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eXx

eXx

eX

eX

eX

eXx

eXx

eX

eXx

eXx

eX

eXx

eX

eXx

9011.10

9011.20

9011.90

9011.90

9012.10

9012.90

9017.20

9017.90

9017.90

9030.82

9030.90

9030.90

9031.41

9031.49

9031.90

9031.90

Microscopios estereoscopicos Opticaaddstde equipo disefiado
especificamente para la manipulacion y transper@istos (obleas)
semiconductores o reticulos

Microscopios fotomicrogréaficos dotade®duipo disefiado especificamente
para la manipulacion y transporte de discos (opkEmiconductores o reticulg

Partes y accesorios de microscopiogest®picos dotados de equipo disefi
especificamente para la manipulacién y transperistos (obleas)
semiconductores o reticulos

Partes y accesorios de microscopiosiatograficos dotados de equipo
disefiado especificamente para la manipulaciémgprate de discos (obleas)
semiconductores o reticulos

Microscopios de haz electronico dotadosequipo especificamente disefiad@ara el Apéndicg

para la manipulacién y transporte de discos (opfamiconductores o reticulg

Partes y accesorios de microscopioazielctrénico dotados con equipo
disefiado especificamente para la manipulaciomgpmate de discos (obleas)
semiconductores o reticulos

Aparatos generadores de modelos ppradaccion de mascaras y reticulos
partir de sustratos revestidos de una capa foisteate

Partes y accesorios para aparatos denesale modelos para la produccion
mascaras Yy reticulos a partir de sustratos rewsstid una capa fotorresistente

Partes de esos aparatos generadoresidios

Instrumentos y aparatos para la mediddaezcion de plaquitas "wafers" o
mecanismos semiconductores

Partes y accesorios de instrumentoargi@g para la medida o control de
plaquitas "wafers" o mecanismos semiconductores

Partes de instrumentos y aparatosganadida o control de plaquitas "wafer
o dispositivos semiconductores

Instrumentos y aparatos Opticos parangtalale las plaquitas (“wafers") o
dispositivos semiconductores, o para el contrdaslenascaras y reticulas
utilizadas en la fabricacion de dispositivos semitt@tores

Instrumentos y aparatos Opticos pareetiicion de las impurezas de materia
particulado en la superficie de los discos (oblses)iconductores

Partes y accesorios de instrumentoanatas Opticos para el control de las
plaquitas ("wafers") o dispositivos semiconductpogsara el control de las
méscaras, fotoméscaras y reticulas utilizadas fabi&acion de dispositivos
semiconductores

Partes y accesorios de instrumentasoépiara la medicién de las impurezag
material particulado en la superficie de los digobéeas) semiconductores

Para el Apéndic
B

Para el Apéndic
B8

Helra el Apéndicg
B

Para el Apéndicg
B

8

Para el Apéndic
B

HPara el Apéndic
B

dRara el Apéndicg
B

Para el Apéndige
B

[92]

de
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Apéndice B

Lista positiva de los productos especificos quegran comprendidos en el @mbito del
presente Acuerdo cualquiera que sea la partiddAleh que estén clasificados.

Cuando se especifiquen partes, éstas quedaramesaiigas con arreglo a la nota 2 b) de la
seccion XVIy las notas del capitulo 90 del SApeesivamente.

Ordenadores (computadores): Maquinas automatarasatamiento de informacion capaces de 1) ragist
programa o los programas de proceso y, por lo mé®datos inmediatamente necesarios para lacijecde
ese o de esos programas; 2) programarse librepanét usuario de acuerdo con sus necesidadesal@ar
célculos aritméticos definidos por el usuario;) yelizar, sin intervencion humana, un programprdeeso en
el que puedan, por decision légica, modificar éegion durante el tratamiento.

El Acuerdo abarca las maquinas automaticas pdeartiento de informacién que sean capaces o0 nccitérng
procesar con la asistencia de una unidad centgiodeso sefiales de telefonia, sefiales de teleusitras
sefiales sonoras o visuales analégica o digitalmpeotesadas. No estan comprendidas en el preseauedo
las maquinas que realicen una funcién propia thstlal tratamiento de informacion, o incorporen mnd@uina
automética para tratamiento de informacién o tebap relacién con tal maquina, que no estén dspeles de
otro modo en la parte A o en la parte B.

Amplificadores eléctricos utilizados como repetatoen los productos de linea telefénica compresdidal
presente Acuerdo, y partes de los mismos.

Visualizadores de panel plano (incluidos los dgtakiliquido (LDC), electroluminiscentes, los dagpha y
demas tecnologias) para productos comprendiddspeesente Acuerdo, y partes de los mismos.

Equipo de red: aparatos para Red de Area Localljly®Red de Area Extensa (WAN), incluidos los prcids
utilizados exclusiva o principalmente para pernttiinterconexion de maquinas automaticas pam@niehto de
informacién y las unidades de las mismas para fioama red utilizada primordialmente para compagtursos
tales como unidades centrales de proceso, dismsside almacenamiento de datos y unidades de antrad
salida -incluidos los adaptadores, multiples deuisgs (hubs), repetidores en linea, convertidores,
concentradores, puentes y direccionadores y cagug circuitos impresos para incorporacion fisica
maguinas automaticas para tratamiento de informarifnidades de las mismas.

Pantallas de control: unidades de visualizacioméguinas automaticas para tratamiento de infodmamn
tubo de rayos catédicos con trama de puntos deasgfainferior a 0,4 mm, que no pueden recibprocesar
sefiales de television ni otras sefiales sonorasiales procesadas analdgica o digitalmente ssidteacia de
la unidad central de proceso de un ordenador segdafine en el presente Acuerdo.

Por consiguiente no estan comprendidas en el &aititacuerdo las televisiones (ni aun las de afmition)>

Unidades de memoria de disco dptico para maquirtasndticas para tratamiento de informacion (inelsiths
unidades CD y DVD), puedan o no escribir/registidemas de leer, inclusive en sus envolturas.

Dispositivos de alerta de radiomensajes, y suspart

Trazadores, sean unidades de entrada o de salislpakida N° 8471 del SA o maquinas de dibuj@patdo de|
la partida N° 9017 del SA.

Estructuras de circuitos impresos para los prodwzimprendidos en el presente Acuerdo, incluidas la
estructuras de esa clase para conexiones exteonas las tarjetas que cumplen la norma PCMCIA.

Esas estructuras de circuitos impresos constanale mas circuitos impresos de la partida N° 8584uno o
mas elementos activos montados en ellos, conadesimentos pasivos. "Elementos activos" signifiodak,

3_os participantes examinaran la designacién depestiticto en enero de 1999 en el marco de lassispoes
sobre consulta del parrafo 3 del Anexo.
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transistores y dispositivos semiconductores sigslasean o no fotosensibles, de la partida N° 8bdfguitos
integrados y microestructuras de la partida N° 8542

Unidades visualizadoras de panel plano para prayeatilizadas con las maquinas automéaticas para
tratamiento de informacion, capaces de visualifarmacion numérica generada por la unidad cedéral
proceso.

Dispositivos patentados de memoria de formatoljidas los medios para los mismos, para maquinas
automaticas para tratamiento de informacién, csin medios desmontables y sean de tecnologia nigagnét
Optica u otra, incluidas las unidades de memorigadicho Bernoulli Box, Syquest o Zipdrive.

Equipos de perfeccionamiento multimedia para maguatomaticas para tratamiento de informacién y
unidades de los mismos, acondicionados para la e¢pbr menor y que consten de, al menos, altawdoe
micréfonos ademas de una estructura de circuiggiiatio que permita a las maquinas automaticas para
tratamiento de informacion y a las unidades deniamas procesar sefiales sonoras (tarjetas de sonido

Adaptadores multimedia que desempefian una funei@omunicacion: dispositivo de microprocesadoe, qu
incorpora un médem para acceso a Internet y que tiea funcion de intercambio de informacion irttve.




